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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht von einer elektrischen 
Schaltung mit den im Oberbegriff des Anspruchs 1 
angegebenen Merkmalen aus. Eine solche Schal-
tung ist aus der DE 101 02 671 C2 bekannt. Die be-
kannte Schaltung dient der Steuerung einer elektri-
schen Heizung für Kraftfahrzeuge. Sie hat einen oder 
mehrere Leistungshalbleiter, bei denen es sich insbe-
sondere um MoSFETs handelt. Die Leistungshalblei-
ter sind in SMT-Technik (Surface Mounting Technic) 
auf einer Schaltungsträgerplatte montiert. Dabei ist 
eine der Schaltungsträgerplatte zugewandte Kon-
taktfläche, welche bei einem MoSFET regelmäßig 
auf Plus-Potential liegt, mit der Schaltungsträgerplat-
te verlötet. Es ist allerdings nicht zwingend, dass die 
Kontaktfläche auf Plus-Potential liegt. Diese Kontakt-
fläche ist zugleich diejenige Oberfläche des Leis-
tungshalbleiters, über welche der weit überwiegende 
Teil der im Leistungshalbleiter erzeugten Verlustwär-
me abgegeben wird. Um die Verlustwärme abführen 
zu können, schlägt die DE 101 02 671 C2 vor, auf der 
den Leistungshalbleitern abgewandten Seite der 
Schaltungsträgerplatte eine auf Massepotential lie-
gende Metallplatte vorzusehen, welche durch eine 
die Wärme durchlassende, aber elektrisch isolieren-
de Zwischenschicht, insbesondere eine dünne Kleb-
stoffschicht, mit der Schaltungsträgerplatte verbun-
den ist. Die Verlustwärme des Leistungshalbleiters 
wird über mehrere metallische Pfade, welche von der 
Lotschicht zwischen dem Leistungshalbleiter und der 
Schaltungsträgerplatte ausgehen und die Schal-
tungsträgerplatte durchqueren, und über die elek-
trisch isolierender Zwischenschicht in die an der 
Rückseite der Schaltungsträgerplatte angeordnete 
Metallplatte abgeleitet. Von der Metallplatte kann die 
Verlustwärme in an sich bekannter Weise durch Kühl-
körper abgeführt werden. Die Strompfade, welche 
die Schaltungsträgerplatte durchqueren, werden da-
durch hergestellt werden, dass die Schaltungsträger-
platte in den Bereichen, in denen später die Leis-
tungshalbleiter aufgelötet werden, mehrfach durch-
bohrt wird, die Bohrungen metallisiert und anschlie-
ßend mit Metall gefüllt werden, z. B. durch Verzinnen 
von zuvor galvanisch metallisierten Bohrungen.

[0002] Im Normalfall funktioniert die Wärmeabfuhr 
bei der bekannten elektrischen Steuerschaltung gut. 
Bei einer schadhaften Leistungsendstufe der Steuer-
schaltung kann die Verlustleistung des Leistungs-
halbleiters jedoch ein Vielfaches der im Normalbe-
trieb des Leistungshalbleiters auftretenden Verlust-
leistung betragen. Bei einer schadhaften Leistungs-
endstufe kann es deshalb vorkommen, dass die Ver-
lustwärme nicht schnell genug abgeführt wird, so 
dass es zu einem Wärmestau und damit zu einer 
Überhitzung der Schaltungsträgerplatte kommt. De-
ren Folge kann eine Geruchbelästigung durch Aus-
gasen sein. Auf der Schaltungsträgerplatte montierte 
elektrische Bauelemente können Schaden nehmen. 

Im schlimmsten Falle kann es zu einem Brand kom-
men, weil das ausgasende Gasgemisch brennbare 
Bestandteile enthalten kann. Ein Brand wäre in ei-
nem Fahrzeug besonders unangenehm.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, in einer gattungsgemäßen Schaltung die 
Wärmeabfuhr, insbesondere im Schadensfall zu ver-
bessern, ohne auf die Vorteile der SMT-Technologie 
bei der Herstellung der Schaltung verzichten zu müs-
sen.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine elektri-
sche Schaltung mit den im Anspruch 1 angegebenen 
Merkmalen. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0005] Die erfindungsgemäße elektrische Schal-
tung hat einen oder mehrere Leistungshalbleiter, die 
mit ihrer Wärme abgebenden Oberfläche, welche zu-
gleich eine Kontaktfläche ist, in SMT-Technik auf ei-
nem metallischen Zwischenträger montiert sind, wel-
cher von der Schaltungsträgerplatte gehalten ist.

[0006] Das hat wesentliche Vorteile: 
• Die Leistungshalbleiter werden nach wie vor in 
SMT-Bestücktechnik und Löttechnik verarbeitet, 
so dass nach wie vor eine kostengünstige Monta-
ge der elektrischen Schaltung möglich ist.
• Die Verlustwärme wird vom Leistungshalbleiter 
direkt in den metallischen Zwischenträger einge-
leitet, ohne die Schaltungsträgerplatte durchque-
ren zu müssen.
• Die Wärmebelastung der Schaltungsträgerplatte 
wird verringert und ein Wärmestau vermieden.
• Durch das Vermeiden eines Wärmestaus an der 
Schaltungsträgerplatte wird eine Brandgefahr ver-
mieden.
• In der Schaltungsträgerplatte müssen keine be-
sonderen Wärme leitende Pfade vorgesehen wer-
den, die die Schaltungsträgerplatte durchqueren.
• Der Zwischenträger kann durch SMT- oder 
THT-Reflow-Löten mit der Schaltungsträgerplatte 
verbunden werden, so dass das Verlöten des me-
tallischen Zwischenträgers mit der Schaltungsträ-
gerplatte und das Verlöten der Leistungshalbleiter 
mit dem Zwischenträger durch SMT-Reflow-Löten 
rationell in einem einzigen Arbeitsgang erfolgen 
können. Für das bevorzugte THT-Reflow-Löten 
werden Bohrungen in der Schaltungsträgerplatte 
vorgesehen, in welchen der Zwischenträger vor-
zugsweise mit Beinchen gehalten ist. Die Bohrun-
gen sind für den Zweck des THT-Reflow-Lötens 
vorzugsweise durchkontaktiert und mit Lötpaste 
gefüllt.
• Alternativ kann der Zwischenträger mit der 
Schaltungsträgerplatte verbunden werden, indem 
die Beinchen der Zwischenträgerplatte in durch-
kontaktierte Bohrungen der Schaltungsträgerplat-
te gepresst werden.
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• Der metallische Zwischenträger kann unmittel-
bar als Stromschiene verwendet werden, um die 
Leistungshalbleiter mit dem erforderlichen hohen 
elektrischen Strom zu versorgen. Die Schaltungs-
trägerplatte wird dadurch entlastet. An dem metal-
lischen Zwischenträger ist zu diesem Zweck vor-
zugsweise ein elektrischer Anschlußpol für den 
elektrischen Anschluß der Wärme abgebenden 
Kontaktfläche des wenigstens einen Leistungs-
halbleiters vorgesehen. Vorzugsweise ist der An-
schlußpol auf einem Abschnitt des Zwischenträ-
gers vorgesehen, welcher in einem Ausschnitt der 
Schaltungsträgerplatte liegt oder in einem Ab-
stand von der Schaltungsträgerplatte angeordnet 
ist.
• Der metallische Zwischenträger ist vorzugswei-
se nur über Beinchen mit der Schaltungsträger-
platte verbunden. Er kann die Verlustwärme direkt 
oder indirekt über mit ihm verbundene Kühlkörper 
an die Umgebungsluft abgeben.

[0007] Der metallische Zwischenträger hat vorzugs-
weise eine Basis und wenigstens eine Wand, vor-
zugsweise wenigstens zwei mit der Basis einen Win-
kel einschließende Wände, wobei der wenigstens 
eine Leistungshalbleiter auf der Basis montiert ist und 
die Beinchen, mit denen der Zwischenträger auf der 
Schaltungsträgerplatte montiert wird, an den Wän-
den vorgesehen sind. Das ermöglicht nicht nur eine 
Trennung der die Wärme aufnehmenden Basis von 
der Schaltungsträgerplatte, sondern auch eine Wär-
meabfuhr über die Wände, welche mit der Basis Ver-
bindung haben, aber von dieser abgewinkelt sind und 
sich dadurch von dieser und ebenso von der Schal-
tungsträgerplatte weg in den Luftraum erstrecken. 
Vorzugsweise schließen die Wände mit der Basis ei-
nen rechten Winkel ein, verlaufen parallel zueinander 
und sind mit einander gegenüberliegenden Rändern 
der Basis verbunden. Auf diese Weise können sie 
nach Bedarf am einfachsten mit einem zusätzlichen 
Kühlkörper verbunden werden.

[0008] Es ist aber auch durchaus möglich, nur auf 
einer Seite der Basis eine Wand vorzusehen, so dass 
sich für den Zwischenträger ein L-Profil ergibt, oder 
Wände teilweise an der einen und teilweise an der 
anderen Seite der Basis vorzusehen, z. B. in Anpas-
sung an die Platzverhältnisse des jeweiligen Anwen-
dungsfalls. Die Basis des Zwischenträgers kann ge-
radlinig oder winkelig verlaufen.

[0009] Wenn auf der Basis mehrere Halbleiter vor-
gesehen sind, dann sind sie vorzugsweise in einem 
Abstand voneinander angeordnet und die Basis des 
Zwischenträgers ist zwischen den Leistungshalblei-
tern vorzugsweise durch wenigstens eine Lücke un-
terbrochen. Besonders bevorzugt ist es, wenn zwi-
schen je zwei Leistungshalbleitern jeweils genau 
eine Lücke in der Basis vorgesehen ist, die Lücken 
sich jeweils von einem Leistungshalbleiter bis zum 

benachbarten Leistungshalbleiter erstrecken und auf 
diese Weise die Basis des Zwischenträgers zwischen 
je zwei Leistungshalbleitern vollständig oder nahezu 
vollständig entfernt ist, so dass die Verlustwärme ge-
zwungen ist, von der Schaltungsträgerplatte weg in 
die von der Basis abgewinkelten Wände zu fließen.

[0010] In Anpassung an die Platzverhältnisse im 
konkreten Anwendungsfall können die Lücken in der 
Basis des Zwischenträgers auch entfallen und die 
Leistungshalbleiter bei passender Orientierung ihrer 
Anschlüsse in dichter Folge angeordnet werden.

[0011] Die Lücken in der Basis eignen sich gut da-
für, jeweils einen Abschnitt der Schaltungsträgerplat-
te aufzunehmen, welcher einen vom benachbarten 
Leistungshalbleiter gespeisten Steckverbinder oder 
eine Anschlußklemme für den elektrischen Anschluß
eines Verbrauchers trägt, z. B. für den Anschluß einer 
Heizeinrichtung, insbesondere einer PTC-Heizein-
richtung für Kraftfahrzeuge.

[0012] Der Teil des Zwischenträgers, auf welchen 
ein Leistungshalbleiter mit seiner Wärme abgeben-
den Kontaktfläche gelötet ist, berührt die Schaltungs-
trägerplatte vorzugsweise höchstens stellenweise, 
am besten überhaupt nicht. Das ist mit Hilfe der Bein-
chen des Zwischenträgers möglich. Der Vorteil liegt 
darin, dass der Teil des Zwischenträgers, auf wel-
chem ein Leistungshalbleiter montiert ist, gegenüber 
der Schaltungsträgerplatte wärmeisoliert, aber 
gleichwohl parallel zu dieser angeordnet werden 
kann, sogar in der Flucht der Schaltungsträgerplatte 
liegen kann, wenn man, was bevorzugt ist, in dieser 
einen Ausschnitt für den einen Leistungshalbleiter 
tragenden Teil des Zwischenträgers vorsieht. So ge-
langt man zu einem kompakten Aufbau der elektri-
schen Schaltung, welcher die Wärmebelastung der 
Schaltungsträgerplatte niedrig hält und zugleich eine 
rationelle Herstellung in SMT-Technik mit Reflow-Lö-
ten ermöglicht.

[0013] Der Zwischenträger ist vorzugsweise mit ei-
ner Lötstoppmaske versehen, welche als Lack z. B. 
mit einem Tampondruckverfahren auf den Zwischen-
träger gedruckt oder als Folie auf den Zwischenträger 
geklebt werden kann. Dadurch wird es ermöglicht, 
anstelle einer vollflächigen Verlötung nur eine partiel-
le, insbesondere strukturierte oder segmentierte Ver-
lötung der Leistungshalbleiter mit dem metallischen 
Zwischenträger vorzunehmen, wodurch in der Lötzo-
ne mechanische Spannungen aufgrund von Tempe-
raturänderungen minimiert werden können. Die für 
das Verlöten erforderliche Lotmenge kann als Lot-
formteil vorgefertigt werden, mit welchem die Löt-
stoppmaske bestückt wird. Die mechanischen Span-
nungen aufgrund von Temperaturänderungen wer-
den in einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung 
weiter minimiert, in welcher die Werkstoffe für den 
Zwischenträger und für den Sockel der Leistungs-
3/9



DE 10 2006 009 812 A1    2007.09.06
halbleiter so gewählt werden, dass ihre Wärmeaus-
dehnungskoeffizienten übereinstimmen oder nahe 
beieinander liegen, z. B. Kupfer mit 2 Gew.-% Eisen 
und weniger weniger als 1 Gew-% Phosphor 
(CuFe2P).

[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
den beigefügten Zeichnungen dargestellt.

[0015] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Schal-
tung in einer Schrägansicht,

[0016] Fig. 2 zeigt einen Längsschnitt einen be-
stückten Zwischenträger der Schaltung, und

[0017] Fig. 3 zeigt eine Schrägansicht des noch 
nicht bestückten Zwischenträgers.

[0018] Die in Fig. 1 dargestellte Schaltung ist auf ei-
ner Schaltungsträgerplatte 1 aufgebaut, welche auf 
Kunstharzbasis hergestellt ist. Die Schaltungsträger-
platte 1 trägt elektrische und elektronische Bauele-
mente, von welchen ein integrierter Schaltkreis 2, 
mehrere Steckverbinder 3 und ein Leistungshalblei-
ter 4, insbesondere ein MoSFET, beispielhaft darge-
stellt sind. Leiterbahnen, welche die elektrischen und 
elektronischen Bauelemente miteinander verbinden, 
sind nicht dargestellt. Die Bauelemente sind in 
SMT-Technik montiert, d. h., sie sind nicht mit An-
schlussdrähten in Bohrungen der Schaltungsträger-
platte 1 gesteckt und mit der Rückseite der Schal-
tungsträgerplatte verlötet, sondern sind mittels lötfä-
higer Anschlüsse bzw. Anschlussflächen direkt auf 
die Oberfläche ihres Trägers gelötet. Während der in-
tegrierte Schaltkreis 2 direkt auf die Oberfläche der 
Schaltungsträgerplatte 1 gelötet ist, sind die Steck-
verbinder 3 und der Leistungshalbleiter 4 auf einen 
metallischen Zwischenträger 5 gelötet. Der Zwi-
schenträger 5 ist eine im Querschnitt U-förmige 
Schiene mit einer Basis 6 und zwei zueinander paral-
lelen Wänden 7 und 8, welche in einem rechten Win-
kel zur Basis 6 in der Längsrichtung des Zwischenträ-
gers 5 verlaufen.

[0019] Wie Fig. 3 zeigt, hat die Basis 6 drei sich 
über die gesamte Breite der Basis 6 erstreckende Lü-
cken 9, welche vier Abschnitte 10, 11, 12 und 13 bei 
der Basis 6 voneinander trennt, welche die beiden 
Wände 7 und 8 miteinander verbinden. Im Bereich ei-
ner jeden Lücke 9 haben beide Wände 7 und 8 je-
weils ein Beinchen 14, welches sich senkrecht zur 
Basis 6 bis unter eine Ebene erstreckt, in welcher die 
Unterseite der Abschnitte 10 bis 13 der Basis 6 liegt. 
Der Zwischenträger 5 kann preiswert durch Stanzen 
und Biegen aus einem Blech hergestellt sein.

[0020] Auf den Abschnitten 10, 11 und 12 der Basis 
6 ist jeweils eine Lötstoppmaske 15 vorgesehen, wel-
che mit einem nicht dargestellten Lotformteil bestückt 
ist. Die Lötstoppmaske 15 besteht vorzugsweise aus 

einem Lack, der unter Anwendung eines Druckver-
fahrens, insbesondere eines Tampondruckverfah-
rens, auf die Basis 6 des Zwischenträgers 5 gedruckt 
ist.

[0021] In den Abschnitt 13 der Basis 6 ist ein Loch 
17 gestanzt, in welches ein elektrischer Anschlußpol 
18 eingesetzt und fixiert ist, z. B. durch Einpressen in 
das vorzugsweise kreisrunde Loch 17. Der An-
schlußpol 18 kann z. B. ein Steckkontakt oder ein 
Schraubkontakt sein.

[0022] Die Schaltungsträgerplatte 1 hat Löcher, 
nämlich Bohrungen 19 zum Aufnehmen der Bein-
chen 14 des Zwischenträgers 5. Zum Zusammen-
bauen der Schaltung wird die Schaltungsträgerplatte 
1 an den Stellen, welche mit elektrischen oder elek-
tronischen Bauelementen bestückt werden sollen, 
oberflächlich z. B. mit einer Lotpaste bedruckt. Im Be-
reich der Bohrungen 19 wird die Schaltungsträger-
platte 1 mit einer Lotpaste bedruckt, welche in die 
Bohrungen 19 eindringt. Der Zwischenträger 5 wird 
auf der Schaltungsträgerplatte 1 positioniert, indem 
er mit seinen Beinchen 14 bis zum Anschlag 16 in die 
Bohrungen 19 gesteckt wird. Die Abschnitte 10, 11
und 12 der Basis 6 auf der Lötstoppmaske 15 werden 
jeweils mit einem Lotformteil bestückt. Anschließend 
werden die mit Lot versehenen Kontaktflächen auf 
der Schaltungsträgerplatte 1 und auf der Basis 6 des 
Zwischenträgers 5 mit den dafür vorgesehenen elek-
trischen und elektronischen Bauteilen bestückt, vor-
zugsweise mittels eines Bestückungsautomaten. Die 
auf der Lötstoppmaske 15 vorgesehenen Lotformtei-
le werden mit jeweils einem Leistungshalbleiter 4 be-
stückt, von denen nur einer dargestellt ist. Beim an-
schließenden Aufschmelzen des Lotes (Reflow-Lö-
ten) zentrieren sich die bestückten Bauteile durch die 
Oberflächenspannung des Lotes auf den für sie je-
weils vorgesehenen Plätzen, setzen sich ab und wer-
den fixiert, sobald das Lot erstarrt.

[0023] Anhand der Fig. 2 erkennt man, dass die Ab-
schnitte 10, 11, 12 und 13 der Basis 6 in Ausschnitten 
der Schaltungsträgerplatte 1 liegen, wohingegen in 
die Lücken 9 der Basis 6 des Zwischenträgers 5 Ab-
schnitte 20, 21 und 22 der Schaltungsträgerplatte 1
hineinragen. Auf diesen Abschnitten 20, 21 und 22
befindet sich jeweils ein Steckverbinder 3, in welchen 
durch ein Loch 24 in der Schaltungsträgerplatte 1 ein 
nicht dargestellter Kontaktstift gesteckt werden kann, 
mit welchem ein elektrischer Verbraucher, z. B. ein 
elektrischer Heizwiderstand, an den Leistungshalb-
leiter 4 angeschlossen werden kann. Zu diesem 
Zweck ist ein Anschlussbein 25 des Leistungshalblei-
ters 4 in SMT-Technik mit dem betroffenen Abschnitt 
20 der Schaltungsträgerplatte 1 verlötet.

[0024] Durch den geschilderten Aufbau ist der Leis-
tungshalbleiter 4 von der Schaltungsträgerplatte 1
thermisch weitgehend entkoppelt. Dadurch wird bei 
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schadhafter Leistungsendstufe der Wärmeeintrag in 
die Schaltungsträgerplatte 1 und die damit verbunde-
ne Ausgasung des Kunststoffes der Schaltungsträ-
gerplatte, meistens ein Epoxydharz, erheblich ver-
mindert. Damit ist ein Brandrisiko durch Entzündung 
brennbarer Bestandteile des aus der Schaltungsträ-
gerplatte 1 freigesetzten Gasgemisches vermieden.

[0025] Die hohen Ströme, die von den Leistungs-
halbleitern 4 zu schalten sind, werden über den An-
schlußpol 18 unmittelbar in den metallischen Zwi-
schenträger 5 eingeleitet, verzweigen sich auf die 
verschiedenen Leistungshalbleiter 4 und gelangen 
erst nach der Verzweigung auf die Abschnitte 20, 21
und 22 der Schaltungsträgerplatte 1, welche dadurch 
entlastet wird, weil die höchsten Ströme direkt nur im 
Zwischenträger 5 fließen, welcher dadurch zugleich 
die Funktion einer Stromschiene hat.

[0026] Die Schaltungsträgerplatte durchquerende 
Hochstrompfade wie im Stand der Technik werden 
erfindungsgemäß nicht benötigt. Dadurch ergibt sich 
für den Endnutzer der Schaltung eine höhere Sicher-
heit.

Patentansprüche

1.  Elektrische Schaltung, welche einen oder 
mehrere Leistungshalbleiter aufweist, die eine Wär-
me abgebende Kontaktfläche haben, mit welcher sie 
in SMT-Technik auf einer Schaltungsträgerplatte (1) 
montiert sind, dadurch gekennzeichnet, dass der 

wenigstens eine Leistungshalbleiter (4) in SMT-Tech-
nik auf einem metallischen Zwischenträger (5) mon-
tiert ist, welcher von der Schaltungsträgerplatte (1) 
gehalten ist.

2.  Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zwischenträger (5) Beinchen (14) 
hat, mit welchen er in Löchern (19) der Schaltungs-
trägerplatte (1) gehalten ist.

3.  Schaltung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Löcher (19), in welchen der Zwi-
schenträger (5) gehalten ist, durchkontaktiert sind.

4.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi-
schenträger (5) mit der Schaltungsträgerplatte (1) 
verlötet ist.

5.  Schaltung nach Anspruch 2 und 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beinchen (14) in die Löcher 
(19) gepresst sind.

6.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi-
schenträger (5) eine Basis (6) und mindestens eine 
mit der Basis (6) einen Winkel einschließende Wand 
(8, 9) hat und dass der wenigstens eine Leistungs-
halbleiter (4) auf der Basis (6) montiert ist.

7.  Schaltung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Beinchen (14) an der mindestens 
einen Wand (8, 9) vorgesehen sind.

8.  Schaltung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwei oder mehr als zwei Wän-
de (8, 9) vorgesehen sind, welche an gegenüberlie-
genden Rändern der Basis (6) angeordnet sind.

9.  Schaltung nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Wände (8, 9) mit der Basis 
(6) einen rechten Winkel einschließen.

10.  Schaltung nach einem der Ansprüche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwei zueinander par-
allele Wände (8, 9) vorgesehen sind, welche mit ein-
ander gegenüberliegenden Rändern der Basis (6) 
verbunden sind.

11.  Schaltung nach einem der Ansprüche 6 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Leis-
tungshalbleiter (4) mit Abstand voneinander auf der 
Basis (6) angeordnet sind und dass die Basis (6) zwi-
schen den Leistungshalbleitern (4) wenigstens eine 
Lücke (9) hat.

12.  Schaltung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in den Lücken (9) der Basis (6) 
ein Abschnitt (10, 11, 12 und 13) der Schaltungsträ-
gerplatte (1) liegt.

Bezugszeichenliste

1 Schaltungsträgerplatte
2 Integrierter Schaltkreis
3 Steckverbinder
4 Leistungshalbleiter (MoSFET)
5 Zwischenträger
6 Basis
7 Wand
8 Wand
9 Lücke
10 Abschnitt von 6
11 Abschnitt von 6
12 Abschnitt von 6
13 Abschnitt von 6
14 Beinchen
15 Lötstoppmaske
16 Anschlag
17 Loch
18 Anschlußpol
19 Löcher, Bohrungen
20 Abschnitt von 1
21 Abschnitt von 1
22 Abschnitt von 1
23 ---
24 Loch
25 Anschlußbein
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13.  Schaltung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der in einer Lücke (9) der Basis 
(6) liegende Abschnitt (10, 11, 12 und 13) der Schal-
tungsträgerplatte (1) eine von einem benachbarten 
Leistungshalbleiter (4) gespeiste Anschlußeinrich-
tung, insbesondere einen Steckverbinder (3) für den 
elektrischen Anschluß eines elektrischen Verbrau-
chers trägt.

14.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Zwi-
schenträger (5) ein Anschlußpol (18) für den elektri-
schen Anschluß der Wärme abgebenden Kontaktflä-
che des wenigstens einen Leistungshalbleiters (4) 
vorgesehen ist.

15.  Schaltung nach Anspruch 14 in Verbindung 
mit einem der Ansprüche 6 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Anschlußpol (18) auf einem Ab-
schnitt er Basis (6) des Zwischenträgers (5) vorgese-
hen ist, welcher in einem Ausschnitt der Schaltungs-
trägerplatte (1) liegt.

16.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Teil des 
Zwischenträgers (5), auf welchen ein Leistungshalb-
leiter (4) mit seiner Wärme abgebenden Kontaktflä-
che gelötet ist, die Schaltungsträgerplatte (1) höchs-
tens stellenweise, vorzugsweise überhaupt nicht be-
rührt.

17.  Schaltung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Teil des Zwischenträgers (5), 
auf welchen ein Leistungshalbleiter (4) mit seiner 
Wärme abgebenden Kontaktfläche gelötet ist, in ei-
nem Ausschnitt der Schaltungsträgerplatte (1) ange-
ordnet ist.

18.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Zwi-
schenträger (5) mit einer Lötstoppmaske (15) verse-
hen ist.

19.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bein-
chen (14) durch THT-Reflow-Löten mit der Schal-
tungsträgerplatte (1) verlötet sind.

20.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schal-
tungsträgerplatte (1) überwiegend aus einem Kunst-
harz besteht.

21.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Werk-
stoffe für den Zwischenträger (5) und für den metalli-
schen Sockel des Leistungshalbleiters (4) so gewählt 
sind, dass sie im Wärmeausdehnungskoeffizienten 
übereinstimmen oder nahe beieinander liegen.

22.  Schaltung nach einem der vorstehenden An-
sprüche in Verbindung mit Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an den Beinchen (14) deren Ein-
stecktiefe begrenzende Anschläge (16) ausgebildet 
sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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